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内容

• 数据中心高速连接面临的电磁挑战

• DuPont™ Laird™ 吸波材料为解决高速互连中的电磁问题独辟蹊径

• 吸波材料改善串扰的仿真示例

• 吸波材料改善高速I/O 辐射仿真示例

• DuPont™ Laird™ 吸波材料介绍

• 杜邦在中国本土的研发生产能力
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数据中心高速连接面临的电磁挑战

高密度

• 更小的引脚间距
• 更短的传输距离
• 集成与组合

光传输

• 高密
• 硅光封装
• 共封装CPO
• 更高基频-50GHz

• 更严重的串扰问题！
• 更多谐振！

• 更多谐振！
• 更严重的电磁泄露！
• 更严重的串扰问题！

• 更严重的电磁泄露！
• 更严重的串扰问题！
• 更多谐振！
• 复杂系统电磁干扰问题！

驱动：高速、低延时

高频

• PCIe5 向 PCIe6演进
• 关注频率从24GHz
     到40GHz
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DuPont™ Laird™ 吸波材料为解决高速互连中的电磁问题独辟蹊径

传统解决方案：导电材料

• 接地/共地，屏蔽

• 目前广泛采用

痛点：

• 随着频率上升，串扰和谐振越来越难解决

• 高密度，没有足够空间

• 结构复杂，制造难度大，成本高

• 尺寸敏感，高速I/O的电磁辐射难以解决

杜邦解决方案：电磁波吸收材料

• 高磁损，高介电损耗，将电磁能量转化成热

• 高效改善串扰问题

• 抑制谐振

• 同时提高连接器EMI性能

• 对尺寸不敏感，改善HS I/O的频效图片来源：互联网
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仿真示例 – 吸波材料改善串扰

仿真目的 Objective:

吸波材料对远串（S41)的影响

Absorber impact to FEXT(S41)

仿真软件Simulation software: HFSS

仿真频率 Frequency: 0-20GHz

仿真模型Model: 微带线Microstrip

• 2.3mm(W) x 80mm(L) x 10mm (Gap)

• 基材Substrates: Rogers RO4003 (1mm)

• 阻抗Impedance： 50Ω

• 吸波材料Absorber: EccosorbTM MF-LCP-115 (0.5mm)

结论：吸波材料对于抑制串扰非常有效！
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仿真示例 – 吸波材料抑制高速I/O辐射

仿真目的 Objective:

吸波材料对QSFP模块光口辐射的影响

Absorber impact to radiation at Optical 

fiber I/O of QSFP module

仿真模型 Simulation Model:
100GB QSFP
• 考察点1位于光口正中

• 考察点2位于光口正在下方1/4处

• 吸波材料 Absorber:

     MF-LCP-115

结论：吸波材料可以有效提高I/O
高频的频效！

光口 电口

考察点1

考察点2

吸波材料
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MF-LCP-115 主要特性

主要特性  Key Features

• LCP基材的磁性吸波材料，用于高至40GHz频段     
LCP (Liquid Crystal Plastic) based and magnetic loaded 
for frequency up to 40GHz

• 用于高效的注塑成型工艺，适合大规模生产           
Cost effective solution designed for injection molded 
parts with high volume

• 优异的热稳定性，可耐受回流焊                                       
Outstanding temperature stability，Reflow compliant

• 针对高速连接器应用设计的独特的电磁性能      
Unique electromagnetic performance designed high- 
speed connectors

• 平衡的机械强度和流动性                                
Balanced mechanical strength and flowability 
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DuPont™ Laird™ 注塑吸波材料
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300MHz 3GHz1GHz 6GHz 18GHz 40GHz 60GHz 100GHz

MF
Magnetic Loading

JCP
Dielectric LoadingMF & JCP

Cavity Resonance

Eccosorb
MF-PP

Eccosorb
MF-TPE

Eccosorb
MF-PA

Eccosorb
MF-LCP

Thermoplastic matrix PP TPE PA LCP

Tensile strength (Mpa) 10,5 6 47 40

Temperature  (C) 85 85 170 170

Typical property General 
use Flexible High temp. High temp. 

reflow

Typical application Cover / 
Terminator Terminator Cover /  

Terminator
High Speed 
Connectors

Eccosorb
JCP-PBT-252

Eccosorb
JCP-PBT-NT

Eccosorb
JCP-PA

Eccosorb
JCP-PP9

Thermoplastic matrix PBT PBT PA PP

Tensile strength (Mpa) 95 130 100 15

Temperature  (C) 130 170 170 100

Typical property general use general use
High Temp.

Snap fit

Flexible /
Impact 

absorbing

Typical application ADAS radar 
radome

ADAS radar 
radome

Radar 
brackets

Radar 
brackets
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吸波材料开发和生产

ü 杜邦材料科学助力吸
波材料配方本土开发

ü 快速开发和打样

ü 注塑吸波材料造粒

ü 吸波材料片材生产

杜邦在中国本土的研发生产能力

吸波性能测试

ü 吸波材料电磁参数测
试和表征

ü 远场反射测试

ü 近场能量衰减测试

ü 客户定制测试

电磁仿真

ü 同时拥有HFSS和CST
仿真能力

ü 可以在本地为客户提
供设计仿真支持

模具设计和注塑工艺支持

ü 提供模流分析数据包

ü 模具设计支持

ü 注塑工艺参数及应用
指南

ü 现场技术支持



Any information furnished by Laird Technologies, Inc. or any of its affiliates or agents (“Laird”) is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject 
to change without notice. Responsibility for the use and application of Laird materials rests with the end user. Laird makes no warranties as to the fitness, 
merchantability, suitability or non-infringement of any Laird materials or products for any specific or general uses. Laird shall not be liable for incidental or 
consequential damages of any kind. All Laird products are sold pursuant to the Laird’s Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will 
be furnished upon request. © Copyright 2023 Laird Technologies, Inc. All Rights Reserved. Laird™, Laird Technologies™, the Laird Logo, and other marks are 
trademarks or registered trademarks of Laird Technologies, Inc. or an affiliate company thereof. DuPont™ is a trademark or registered trademark of DuPont de 
Nemours, Inc. or an affiliate company thereof. Other marks may be owned by third parties. Nothing herein provides a license under any Laird or any third-party 
intellectual property rights.


